面向第四代移动通信的LTE小基站基带芯片

在国家科技重大专项、北京市科技计划等项目支持下，石晶林博士带领团队成功研制了符合无线通信未来发展方向的基于ASIP和三交叉总线架构的LTE小基站基带芯片和小基站系统整体解决方案。该芯片采用基于SIMD/VLIW架构的全自主知识产权的DSP IP内核，该DSP IP核的基带信号处理性能在理论峰值处理能力、实测平均处理能力等方面均达到或超过国际知名通信公司当前公布的水平，满足LTE系统的处理要求，，成功突破了我国通信基带芯片研制所面临的“有芯无核”的困境。项目成果通过中科晶上公司实现产业化落地推进，在面向运营商部署的公网领域以及智能电网、数字矿山、军事等专网领域都具有非常广阔的推广应用前景。
